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Dokument : Montaz podzespoléw elektronicznych w technologii SMT, THT

Zalecane parametry.
Przygotowanie produkcji. Nr: 2002201301

Oblicz koszt montazu - kalkulator online

Parametry produkcyjne - technologia SMT:

Rozmiar najmniejszego montowanego elementu 0402 (1x0,5mm)
Rozmiar najwiekszego montowanego elementu 55x55mm
Minimalna wysokos¢ elementu 0,3mm

Maksymalna wysokos¢ montowanego elementu 16mm
Najmniejszy raster wyprowadzen (fine pitch) 0,4mm

Waga do 25 gram

Sita nacisku programowana od 1 do 10N

Minimalna grubos¢ PCB 0,5mm

Maksymalna grubos$¢ PCB 4,5mm

Minimalny rozmiar panela/PCB 50x80mm (ptytki w panelach mogg
by¢ dowolnie mate)

Maksymalny rozmiar panela/PCB 460x460mm

Technologia ROHS lub PB

Etapy procesu produkcyjnego

Konwersja i wprowadzenie plikow pick&place do komputera linii. Definicja rozmiaréow
PCB. Definicja punktéw odniesienia. Definicja nietypowych obudoéw. Optymalizacja
kolejnosci uktadania elementéw. Przygotowanie drukarki. Programowanie automatu AOI.
Przygotowanie elementow i uzbrojenie maszyn pick&place. Zamontowanie szablonu do
pasty.

Odttuszczenie PCB

Nadruk pasty lutowniczej

Inspekcja optyczna 2Di

Montaz elementdéw na ptycie

Lutowanie rozptywowe

Inspekcja optyczna AOI.

(dla ptyt dwustronnych) Druk pasty na drugiej stronie, przejazd przez maszyny, inspekcja
optyczna AOI.

Opcjonalne mycie ultradzwiekowe i suszenie

Pakowanie w worki zgrzewane. Etykietowanie.
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Wymagane pliki zrédiowe

Tekstowy Pick&Place ze wspotrzednymi potozenia elementow (opis ponizej)

Gerber 274X dla warstwy TOP, BOTTOM, TOP_PASTE_MASK,
BOTTOM_PASTE_MASK (wykonanie szablonéw do naktadania pasty)

Schemat utozenia elementéw na PCB lub Gerber 274X z warstwami opisu pod
warunkiem, ze zawierajg identyfikatory elementéw

Plik opisowy (txt) ze zdefiniowanymi rozmiarami PCB i wspoirzednymi punktow
referencyjnych (opis ponizej). W przypadku panelizacji nalezy podac¢ raster siatki
i wspétrzedne pierwszego PCB.

Pliki PDF z dokumentacjami podzespotow o nietypowych obudowach lub profilach
lutowania

Plik Pick&Place ma format tekstowy. Kazda linia zawiera parametry pojedynczego elementu.
Separatorem parametréw jest znak spaciji.
Opis elementu musi zawierac:

Identyfikator elementu np R1

Warto$¢ lub nazwe np. 1K-1% , LM317

Typ obudowy np 1206, SOT23

Wspotrzedne srodka elementu podane w milimetrach x y np. 1.234 5.678
Kat obrotu w stopniach np 90.0

Warstwe montazu T-top B-Bottom

UWAGA!!! XiY to wspoéitrzedne srodka elementu

Najlepiej, aby zero wspotrzednych ,origin” znajdowato sie w punkcie umieszczenia ktoregos
z punktéw referencyjnych.

Przyktad pliku pick&place:

;nazwa wartosé obudowa b'q y kat warstwa
R1 1K-1% 0603 0.000 0.000 90.0 T
R2 2K2-1% 0603 1.234 5.678 180.0 B
Ul XC3S50E TQ1l44 110.050 90.050 270.0 B

Pliki nalezy spakowac ZIP-em i jako pojedyncze archiwum wysta¢ na adres biuro@integron.pl
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Projektowanie obwodoéw drukowanych

Uktad wspétrzednych PCB

Zalecany uktad wspotrzednych: |NTEGRON

e punkt zera w lewym dolnym rogu Montaz SMT, THT
e 0S X pozioma
e 0S Yy pionowa
e lewoskretna o$ obrotu

Mozliwe jest stosowanie innych systemow pod
warunkiem dostarczenia opisu.

Elementy spolaryzowane — uklady scalone, tranzystory, diody
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Punkty odniesienia “Fiducials”

Do prawidtowego ustalenia pozycji ptyty w maszynie
konieczne jest umieszczenie na PCB punktow
odniesienia rozpoznawanych przez procesor wizji.
Punkt moze mie¢ ksztalt kwadratu, kota, krzyza
pojedynczego lub podwdjnego. Dookota punktu nalezy
pozostawi¢ co najmniej 0.4mm strefy bez solder maski.
Punktéw nie mozna zadrukowywac pastg lutowniczg,
dlatego nalezy pamieta¢c aby podczas projektowania
nie umieszczac ich na warstwach “paste mask”.

Do prawidtowego centrowania wystarczg dwa punkty po
przekatnej PCB. Zalecamy jednak umieszczanie trzech
“fiducials”. Maszyny  wyliczajg  wdwczas kat
.przekoszenia” PCB i potrafig korygowa¢ btedy
powstate przy produkcji ptyty.

Punkty mozna umieszcza¢ w réznych odlegtosciach od krawedzi PCB (nie blizej niz 5mm).
Obowigzuje zasada, im punkty znajdujg sie dalej od siebie tym lepiej.

Mozna stosowac¢ punkty pomocnicze umieszczone na przekatnych uktadow scalonych. Jezeli
ptyta ma duze rozmiary (np 300x300mm) i zawiera uktady z rastrem 0,5mm moze zdarzy¢ sie,
ze rozmieszczenie padow wzdtuz catej osi nie jest liniowe. Punkty pomocnicze zwigkszajg
precyzje pozycjonowania.

Zalecane wymiary punktow odniesienia:

— s=0,9 mm

o=2,0 mm

a=0,75 mm

— =2,0 mm -— —~— =275 mm @ ———=

Wymiary punkow - pojedynczy i podwajny krzyz
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Dopuszczalne wymiary dla kwadratu 1.2 — 2.2mm. Zalecane 1.8mm
Dopuszczalne srednice dla kota 1.0 — 2.2 mm. Zalecane 1.5mm

Najwiekszg doktadnos¢ pozycjonowania daje punkt o ksztatcie podwojnego krzyza, nieco
mniejszg krzyz pojedynczy. Powierzchnia punktu musi by¢ gtadka i dobrze odbija¢ swiatto.
W sytuacjach awaryjnych punkty odniesienia mogg mie¢ inny ksztatt i wymiary. Obrysy
nieregularne niosg matg ilosci informaciji o centrycznosci i dlatego nalezy ich unikac.

min S5mm

obszar bez elementow min 3mm

obszar bez elementow

ﬁ

kierunek transportu PﬁB

Rozmieszczenie punktow referencyjnych.
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Transport plyt miedzy maszynami

Za transport ptyt pomiedzy maszynami odpowiadajg przenosniki krawedziowe. Paski zebate
przeno$nikdbw zachodzg na PCB na szerokos¢ 3mm z kazdej strony. Na tych obszarach
automaty nie mogg montowac zadnych elementéw. Dotyczy to obu stron PCB.

Ptyty PCB w jednej serii muszg miec identyczne wymiary zewnetrzne (tolerancja +/- 0,5mm).
Krawedzie transportowe muszg by¢ do siebie rownolegte.

Pomijanie uszkodzonych plytek na panelu (InkSpot)

Znacznik InkSpot pozwala na odrzucanie wadliwych PCB umieszczonych na jednym panelu.
Ksztalt i wymiary InkSpot sg identyczne jak w przypadku zwykitych punktéw odniesienia.
Zamaskowanie punktu powoduje, ze ptytka bedzie pomijana przy montazu.

INTEGRON INTEGROI}Ir INTEGRON INTEGRON

Bfontaz SMT, THT Montaz SMT, TH Mondaz SMT, THE Kondaz SMT, THT

INTEGRON INTEGRON INTEGRON INTEGRON

Montaz 8T, THY Wonkaz SWET, THT tontar SMT, THT Montaz ST, THT

Zastosowanie InkSpot na panelu. Jedna wadliwa ptytka.

Panelizacja

W przypadku panelizacji PCB mozna zastosowa¢ dwa warianty rozmieszczenia punktow
odniesienia - punkty na ramce technologicznej (nie blizej niz 5mm od brzegu) lub punkty na
kazdym PCB w panelu. Dla szerszych paneli konieczne jest pozostawienie wolnej (5mm) strefy
przez srodek panela. Podczas lutowania szerokie ptyty uginajg sie i konieczne jest
zastosowanie podparcia w piecu.
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Projektowanie pél lutowniczych

Sugerowane rozmiary padow pod elementy RC.

25mils 25mils 38mils 25mils 45mils  30mils
0.635mm 0.635mm

0.965mm 0.635mm 1.14mm 0.76mm

60mils  75mils
1.52mm 1.9mm

i 20mils
0.5mm

31mils 50mils 63mils
0.8mm 1.2mm 1.6mm
75mils 100mils 120mils 195mils
1.9mm | " 2.54mm N " 3.05mm N " 4.95mm N
52mils 22mils 50mils Thmils T5mils  160mils 100mils 268mils
1.32mm  0,59mm 1.27mm 1.9mm

1.9mm  4.086mm 2.54mm 6.8mm

S50mils
1.27mm

63mils

87mils 105mils
1.6mm 2.2mm 2.67mm
126mils 175mils 312mils 468mils
le 3.2mm ol le 4.45mm N le 7.93mm ol le 11.89mm .l
Micro MELF Mini MELF MELF Maxi MELF
Kondensatory tantalowe:
70mils 50mils T5mils 60mils 80mils  120mils 85mils  175mils
1.78mm  1.27mm 1.9mm 1.52mm

2.03mm 3.05mm 2.16mm 4.46mm

50mils

90mils 90mils 95mils
1.27mm 2.29mm 2.29mm 2.41mm
190mils 210mils 280mils 345mils
ke 4.83mm | le 5.33mm N e 7. 11mm N le 8.76mm N
Obudowa A Obudowa B Obudowa C Obudowa D

Pola pod inne elementy nalezy projektowa¢ wedtug dokumentacji producenta.

Dokument http://smt.integron.pl/documents/smt_mounting_methods.pdf zawiera przyktady dla
wiekszosci spotykanych obudéw.

Nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
e pad nie moze by¢ mniejszy niz wielkos¢ koncowki + 30um z kazdej strony
e szczelina miedzy padami nie moze by¢ mniejsza niz 200um (uktady fine pitch 0,5mm)
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e Odlegtosci miedzy elementami nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5mm

min 0,2mm Pins fine pitch
Raster 0,5mm

min 0,285mm 0,5mm 0,22mm

Projektowanie pdl lutowniczych dla uktadow fine pitch 0,5mm

Pola lutownicze pod uklady BGA

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji producenta uktadu. Plik PDF ukfadu
zawiera wymagane srednice padow, przelotek i Sciezek
potgczeniowych.

Uktady BGA montowane sg w technice SMD lub NSMD, czyli z
soldermaska zachodzgcg na pole lutownicze lub ze szczeling pad-
soldermaska. Zalecamy stosowanie techniki NSMD. Maski
przeciwlutowe majg tendencje do “wciskania sie pod kulke” i odrywania
jej od powierzchni padu. Szczelina miedzy padem a soldermaska nie
powinna by¢ mniejsza niz 80um.

Copper Pad

Solder Mask Opening

|
\
‘\\ ll

Przyktad NSMD

Strona 8
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Pojemnosé cieplna pad-track-via

Nalezy unika¢ stosowania przelotek potgczonych bezposrednio
z polami lutowniczymi. Przelotki podobnie jak grube sciezki znacznie
zwiekszajg pojemnosc¢ cieplng padu. Powstaje ryzyko wystgpienia
.efektu nagrobkowego”. Pasta topi sie szybciej na polu o mniejszej
pojemnosc¢ cieplnej. Napiecie powierzchniowe wzrasta jednostronnie
i w efekcie element “podnoszony” jest do gory.

Przygotowanie szablonu do naktadania pasty

Przygotowanie projektu szablonu jest skomplikowang operacja.
Prawidtowy druk pasty wymaga odpowiedniego naciggniecia blachy.
W szablonie trzeba wycigé perforacje dostosowang do konkretnego
rodzaju ramy i drukarki. W przypadku matych, ptaskich elementéw
okna do naktadania pasty muszg zawierac tzw. ,wybrania”. Zbyt duza
ilos¢ pasty Ilutowniczej pod ptaskim podzespotem powoduje
powstawanie kulek lutu i tym samym zwieksza prawdopodobienstwo
zwarc.

Aby unikng¢ btedow projekt szablonu oraz jego wykonanie zlecamy we
wilasnym zakresie.

Szablony ciete sg laseram ND:Yag. Materiat: blacha ST304 NiCR 125um. Szablony stalowe
majg zywotnos¢ od 2000 to 6000 nadrukdw.

Kompletacja elementéw

Na zyczenie zapewniamy petng logistyke zakupow. Importujemy
komponenty zUSA i EU. Skupiamy sie na zapewnieniu
terminowosci dostaw i wilasciwym przechowywaniu zgodnie
z normami MSL.

Elementy dostarczane przez klienta

Podzespoty nalezy przesytaC w oryginalnych opakowaniach. Elementy RLC w tasmach
z rozbiegdbwkami - co najmniej 50mm tasmy bez elementéw + 200mm folii. Jezeli brakuje
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rozbiegéwki doklejamy folie, ale elementy z pierwszych 50mm tasmy sg tracone.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ elementow z zapasem (do 5% przy matych ilosciach). Ze
wzgledu na wady obuddw automaty odrzucajg czesc¢ podzespotdéw. Najczesciej sg to brakujgce
koncowki, ukruszone krawedzie albo nieprawidtowo przyciete krawedzie. Uktady scalone s3g
odktadane do tacek, albo umieszczane w pojemniku reject. Mate elementy RLC sg wyrzucane.

Niewykorzystane podzespotly zwracamy klientowi.

Podczas magazynowania elementow nalezy pamigta¢ o pochtanianiu wilgoci przez obudowy.
Jest to szczegdlnie wazne w przypadku plastikowych obudéw BGA, ztgcz oraz diod LED.
Wilgo¢ wywotuje podczas lutowania zjawisko ,popcorningu”. Woda pod wptywem wysokiej
temperatury wrze i powoduje pekanie obuddw. Komponenty przechowywane w wilgotnej
atmosferze nalezy przez montazem wygrza¢é w temperaturze 80-150stC. Zaleznie od
zawartosci wody czas wygrzewania waha sie od 1 do 24 godzin.

Koncowki podzespotéw nie mogg by¢ utlenione. Montaz bezotowiowy cechuje sie znacznie
gorszymi parametrami zwilzania stopu niz montaz PB. Nalezy zwraca¢ uwage na sposob i czas
przechowywania elementéw w magazynie.

Nalezy unikaC¢ dotykania kohcowek elementow odkrytymi dtonmi. Pot wchodzi w reakcje
z pokryciem i uniemozliwia prawidtiowe zwilzanie. Optyczne wykrycie wady powstatej pod
koncowkyg jest praktycznie niemozliwe. Przy pakowaniu komponentow nalezy uzywac
rekawiczek ESD.
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Jakosé IPC-A-610D

Montaz prowadzony jest w oparciu o norme IPC-A-610D. Zapewniamy Il klase jakoSci
wiasciwg dla urzgdzen medycznych i wojskowych.

Pakowanie

Zmontowane ptyty pakowane sg w worki antyelektrostatyczne zgrzewane i oznakowane
etykietg informacyjna.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertg na naszej stronie

Oblicz koszt montazu - kalkulator online
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